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Bisherige Fügetechnologien begrenzen die thermische Belastbarkeit und Leis-
tungsdichte in Laseranwendungen durch die Verwendung von Polymeren als Fü-
gehilfsstoff. Projektziel ist die Entwicklung neuer Bondverfahren für unterschied-
liche Materialien und ein breites Bauteilspektrum, die hohe optische Transmis-
sion auch zwischen gekrümmten Oberflächen bei hohen Temperaturen erlauben. 
Hierbei werden die Polymer-freien Verfahren des silikatischen und direkten Bon-
dens (Plasma-aktiviertes Bonden und Ultrakurzpulsfügen) für klassische mikro-
optische sowie für innovative Hochleistungsanwendungen verfügbar gemacht.
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